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　　　　3、其他
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　　　5.2.2 固晶胶膜企业研发投入力度/强度

　　　5.2.3 固晶胶膜企业在研项目/主要方向

　　　5.2.4 固晶胶膜知识产权统计/专利申请

　　　　1、固晶胶膜专利申请量变化

　　　　2、固晶胶膜热门技术专利数
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　　　5.5.1 固晶胶膜基质材料概述

　　　5.5.2 固晶胶膜主要产品的基质材料

　　　5.5.3 固晶胶膜基质材料——环氧树脂

　　　　1、固晶胶膜的环氧树脂应用概述

　　　　2、环氧树脂市场概况

　　　　3、环氧树脂供应商格局
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　　　5.8.2 中国固晶胶膜供应链风险及面临挑战

　　　5.8.3 中国固晶胶膜供应链韧性及安全水平

　　　5.8.4 中国固晶胶膜供应链管理水平提升策略（数字化/全球化/绿色化）

第6章：中国固晶胶膜细分市场发展现状分析

　　6.1 固晶胶膜细分产品/主要竞品

　　　6.1.1 固晶胶膜（DAF）VS固晶胶（DAP）

　　　6.1.2 固晶胶膜细分产品综合对比

　　6.2 固晶胶膜细分市场发展现状★

　　6.3 固晶胶膜细分市场结构分析★

　　6.4 固晶胶膜替代市场：DAP（固晶胶）

　　　6.4.1 DAP（固晶胶）概述

　　　6.4.2 DAP（固晶胶）国产化进程

　　　6.4.3 DAP（固晶胶）市场发展现状

　　　6.4.4 DAP（固晶胶）市场竞争分析

　　　6.4.5 DAP（固晶胶）市场前景预测

　　6.5 固晶胶膜细分市场：DAF固晶膜（非导电芯片粘接薄膜）

　　　6.5.1 DAF固晶膜概述
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　　　6.5.3 DAF固晶膜市场发展现状
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　　　6.6.1 CDAF固晶膜概述

　　　6.6.2 CDAF固晶膜国产化进程

　　　6.6.3 CDAF固晶膜市场发展现状

　　　6.6.4 CDAF固晶膜市场前景预测

　　6.7 固晶胶膜细分市场战略地位分析

第7章：中国固晶胶膜细分应用场景需求概况

　　7.1 中国半导体产业核心数据分析

　　　7.1.1 中国半导体产品产量情况

　　　7.1.2 中国半导体产品需求分析

　　　7.1.3 中国半导体封测市场规模

　　　7.1.4 中国半导体先进封装占比

　　7.2 固晶胶膜的下游客户需求特征

　　　7.2.1 中国固晶胶膜下游客户类型——封测厂

　　　　1、垂直整合制造商（IDM）

　　　　2、独立封测代工厂（OSAT）

　　　7.2.2 中国固晶胶膜客户议价能力

　　　7.2.3 中国半导体封测厂数量清单

　　　7.2.4 中国封测厂的固晶胶膜合作厂商——长电科技

　　　7.2.5 中国封测厂的固晶胶膜合作厂商——通富微电

　　　7.2.6 中国封测厂的固晶胶膜合作厂商——华天科技

　　7.3 中国固晶胶膜的下游应用分布

　　　7.3.1 中国固晶胶膜下游应用场景——先进封装&小芯片

　　　7.3.2 中国半导体先进封装技术发展

　　　7.3.3 中国固晶胶膜下游封装形式——存储芯片/功率器件等

　　7.4 固晶胶膜应用场景：存储芯片

　　　7.4.1 存储芯片领域固晶胶膜需求概述

　　　7.4.2 中国存储芯片市场核心数据/预测

　　　7.4.3 中国存储芯片固晶胶膜需求/预测

　　7.5 固晶胶膜应用场景：逻辑芯片

　　　7.5.1 逻辑芯片领域固晶胶膜需求概述

　　　7.5.2 中国逻辑芯片市场核心数据/预测

　　　7.5.3 中国逻辑芯片固晶胶膜需求/预测

　　7.6 固晶胶膜应用场景：功率器件

　　　7.6.1 功率器件领域固晶胶膜需求概述

　　　7.6.2 中国功率器件市场核心数据/预测

　　　7.6.3 中国功率器件固晶胶膜需求/预测

　　7.7 固晶胶膜应用场景：其他

　　　7.7.1 AI芯片
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　　　7.7.2 小芯片（chiplet）

　　7.8 固晶胶膜细分应用战略地位分析

第8章：全球及中国固晶胶膜典型企业案例分析

　　8.1 全球及中国固晶胶膜企业梳理对比

　　8.2 全球固晶胶膜企业案例分析（不分先后，可指定）

　　　8.2.1 日东Nitto（日本）

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业固晶胶膜业务布局

　　　　4、企业固晶胶膜在华布局

　　　8.2.2 力森诺科Resonac（日本）

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业固晶胶膜业务布局

　　　　4、企业固晶胶膜在华布局

　　　8.2.3 汉高Henkel（德国）

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业固晶胶膜业务布局

　　　　4、企业固晶胶膜在华布局

　　　8.2.4 LG化学（韩国）

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业固晶胶膜业务布局

　　　　4、企业固晶胶膜在华布局

　　　8.2.5 琳得科LINTEC（日本）

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业固晶胶膜业务布局

　　　　4、企业固晶胶膜在华布局

　　　8.2.6 古河电工Furukawa Electric（日本）

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业固晶胶膜业务布局

　　　　4、企业固晶胶膜在华布局

　　　8.2.7 信越化学Shin-Etsu（日本）

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业固晶胶膜业务布局

　　　　4、企业固晶胶膜在华布局

　　　8.2.8 韩国AMC公司

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业固晶胶膜业务布局

　　　　4、企业固晶胶膜在华布局

　　8.3 中国固晶胶膜企业案例分析（不分先后，可指定）

　　　8.3.1 烟台德邦科技股份有限公司

　　　　1、企业基本信息及发展史

　　　　2、企业经营情况及投融资

　　　　　（1）经营情况/营业收入

　　　　　（2）产品结构/主营业务

　　　　　（3）销售区域/空间布局

　　　　　（4）融资历程/对外投资

　　　　3、企业经营资质/能力资质

　　　　4、企业研发投入/专利技术

　　　　5、企业固晶胶膜产品/产线布局

　　　　6、企业固晶胶膜量产/客户验证

　　　　7、企业发展战略&优劣势

　　　8.3.2 长春永固科技有限公司
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　　　　1、企业基本信息及发展史

　　　　2、企业经营情况及投融资

　　　　　（1）经营情况/营业收入

　　　　　（2）产品结构/主营业务

　　　　　（3）销售区域/空间布局

　　　　　（4）融资历程/对外投资

　　　　3、企业经营资质/能力资质

　　　　4、企业研发投入/专利技术

　　　　5、企业固晶胶膜产品/产线布局

　　　　6、企业固晶胶膜量产/客户验证

　　　　7、企业发展战略&优劣势

　　　8.3.3 广东德聚技术股份有限公司

　　　　1、企业基本信息及发展史

　　　　2、企业经营情况及投融资

　　　　　（1）经营情况/营业收入

　　　　　（2）产品结构/主营业务

　　　　　（3）销售区域/空间布局

　　　　　（4）融资历程/对外投资

　　　　3、企业经营资质/能力资质

　　　　4、企业研发投入/专利技术

　　　　5、企业固晶胶膜产品/产线布局

　　　　6、企业固晶胶膜量产/客户验证

　　　　7、企业发展战略&优劣势

　　　8.3.4 西安天和防务技术股份有限公司

　　　　1、企业基本信息及发展史

　　　　2、企业经营情况及投融资

　　　　　（1）经营情况/营业收入

　　　　　（2）产品结构/主营业务

　　　　　（3）销售区域/空间布局

　　　　　（4）融资历程/对外投资

　　　　3、企业经营资质/能力资质

　　　　4、企业研发投入/专利技术

　　　　5、企业固晶胶膜产品/产线布局

　　　　6、企业固晶胶膜量产/客户验证

　　　　7、企业发展战略&优劣势

　　　8.3.5 汉方新材料科技（广州）有限公司

　　　　1、企业基本信息及发展史

　　　　2、企业经营情况及投融资

　　　　　（1）经营情况/营业收入

　　　　　（2）产品结构/主营业务

　　　　　（3）销售区域/空间布局

　　　　　（4）融资历程/对外投资

　　　　3、企业经营资质/能力资质

　　　　4、企业研发投入/专利技术

　　　　5、企业固晶胶膜产品/产线布局

　　　　6、企业固晶胶膜量产/客户验证

　　　　7、企业发展战略&优劣势

　　　8.3.6 靖江市亚通胶粘制品有限公司

　　　　1、企业基本信息及发展史

　　　　2、企业经营情况及投融资

　　　　　（1）经营情况/营业收入

　　　　　（2）产品结构/主营业务

　　　　　（3）销售区域/空间布局

　　　　　（4）融资历程/对外投资

　　　　3、企业经营资质/能力资质

　　　　4、企业研发投入/专利技术

　　　　5、企业固晶胶膜产品/产线布局

　　　　6、企业固晶胶膜量产/客户验证

　　　　7、企业发展战略&优劣势
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　　　8.3.7 苏州凡赛特材料科技有限公司（收购日立化成光学胶事业部）

　　　　1、企业基本信息及发展史

　　　　2、企业经营情况及投融资

　　　　　（1）经营情况/营业收入

　　　　　（2）产品结构/主营业务

　　　　　（3）销售区域/空间布局

　　　　　（4）融资历程/对外投资

　　　　3、企业经营资质/能力资质

　　　　4、企业研发投入/专利技术

　　　　5、企业固晶胶膜产品/产线布局

　　　　6、企业固晶胶膜量产/客户验证

　　　　7、企业发展战略&优劣势

——展望篇——
第9章：中国固晶胶膜行业政策环境/PEST/SWOT

　　9.1 中国固晶胶膜行业政策汇总解读（P）

　　　9.1.1 中国固晶胶膜行业政策汇总

　　　9.1.2 中国固晶胶膜行业发展规划

　　　9.1.3 国家固晶胶膜行业重要政策解读

　　　9.1.4 地方层面固晶胶膜行业政策规划

　　　　1、各省市固晶胶膜政策规划汇总

　　　　2、各省市固晶胶膜的政策热力图

　　　　3、各省市固晶胶膜发展目标解读

　　9.2 中国固晶胶膜行业经济环境分析（E）

　　9.3 中国固晶胶膜行业社会环境分析（S）

　　9.4 中国固晶胶膜行业PEST环境总结

　　9.5 中国固晶胶膜行业SWOT分析图

第10章：中国固晶胶膜行业发展潜力及前景展望

　　10.1 中国固晶胶膜行业发展潜力评估

　　10.2 中国固晶胶膜行业未来关键增长点

　　10.3 中国固晶胶膜行业发展前景预测

　　10.4 中国固晶胶膜行业发展趋势洞悉

　　　10.4.1 中国固晶胶膜行业整体发展趋势

　　　10.4.2 中国固晶胶膜行业细分市场趋势

　　　10.4.3 中国固晶胶膜行业技术创新趋势

　　　10.4.4 中国固晶胶膜行业市场竞争趋势

　　　10.4.5 中国固晶胶膜行业市场供需趋势

第11章：中国固晶胶膜行业发展机遇及策略建议

　　11.1 中国固晶胶膜行业投资风险预警

　　　11.1.1 中国固晶胶膜行业投资风险预警

　　　11.1.2 中国固晶胶膜行业投资风险应对

　　11.2 中国固晶胶膜行业投资机遇分析——全产业链配套

　　　11.2.1 不足：固晶胶膜产业链薄弱点投资机会

　　　11.2.2 欠缺：固晶胶膜产业链空白点投资机会

　　11.3 中国固晶胶膜行业投资机遇分析——细分领域布局

　　　11.3.1 中游：固晶胶膜细分产品/服务布局机会

　　　11.3.2 下游：固晶胶膜细分应用/场景布局机会

　　11.4 中国固晶胶膜行业投资机遇分析——优势区域布局

　　　11.4.1 国内：固晶胶膜省市/区域投资布局机会

　　　11.4.2 海外：固晶胶膜海外/出海投资布局机会

　　11.5 中国固晶胶膜行业投资价值评估

　　11.6 中国固晶胶膜行业投资策略建议

　　11.7 中国固晶胶膜行业可持续发展建议
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如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。
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或发电子邮件：service@qianzhan.com 
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